
��*��� ATLAS �$�����

)(+
(��&'!�����)
�#'!�/�	 ITk 
� 

��
������� @ "%�2018.10.16



�
��

ATLAS ITk-strip ����

���/������

l ����ASIC��

l 
��	��

l CMOS ��

2018.10.16 NED 2018, �� 2



LHC ��	�


2024 ~ 2026���
���������	�
 LHC → HL-LHC

2018.10.16 NED 2018, �� 3

�� ITk��

���	 5 * 1034 cm-2s-1.
(�����	 3000 fb-1)

→����Higgs���

����
������



ATLAS �����
ATLAS ������������
l 
���
��	��
l ������
����
���

2018.10.16
NED 2018, ��

4

���
����
���� ITk

ITk – strip
(�	�)

ITk – pixel
(���)

Pixel��
��

SCT�	�
��

TRT���
�
��



������� ITk - strip

2018.10.16 NED 2018, �� 5

	� SCT �
� ITk-strip

�� /mm 300 ~ 560 400 ~ 1000

�
� ~ 8 M ~ 100 M

���� 4 k ~ 20 k (165 m2 Si)

�����(1.5�
��
��
1.2*1015 neq/cm2�50 MRad

�����
��petal�

�����
��stave�

�����	



YH,/=� ITk BD

2014#116X;KQ��ITk
FA*�

�MBD4�
l �EP	@��ASICON → ON
l 1000�9S:�(~10%)U)�� → %R
l CMOSZ'80<�(HBD → B�

JC-ST>B�N
1/& W?�

+��2G!8��YH,7+=�1�����[�?

TM5VI>�
l 2017-7ON.�TDR (2017"�+√) → 2019Q3W?�&� → 2020#$
?� → 2024#3�0<��L

2018.10.16 NED 2018, �� 6



�.9�,��76

�<��2�-5�*!��%"�+���0
13('�@�&9�,
��#�=	>$76�ABC →ABCstar
ABCStar :�
l a-MGCoeA→ � �� 
	�
l �2eA@Cb^� 2b4�wpSl+b^��2bA;=]+g.
l %)]+g.�nr0eA/D aut]+N\>v?

	FT1��B[(I
6

l :RcV#]+*R�B!Ki�Gfg.83%)]+B!g._��
� ���17��0�2`
l <RcAlPT9"]+�wpg._���������,02�`

2018.10.16 NED 2018, �� 7

→ 84?�����@�&�; )�
9�ASIC:��(/�	��(4))



��������

2018.10.16 NED 2018, �� 8

sensors, ASICs, hybrid 
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module 
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CHESS2 = CMOS Evaluation for Strip 
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